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1.0 Einfiihrung

[ Einflihrung ]

1.1 Umfang

Dieses Dokument beschreibt die Bedingungen (Anzu-
streben [Idealzustand], Zulassig, Fehler) die auferlich
oder innerhalb der Leiterplatte beobachtbar sind. Es
beschreibt die visuelle Darstellung von Mindest-
anforderungen, wie sie in diversen Leiterplattenspezifi-
kationen wie der IPC-6010-Serie, ANSI/J-STD-003, u.
a. dokumentiert werden.

1.2 Zweck

Die Bilder in diesem Dokument zeigen spezifische
Merkmale der Anforderungen der geltenden IPC-
Spezifikationen. Um den Inhalt dieses Dokumentes
richtig anzuwenden und zu nutzen, sollte die Leiterplatte
den Designanforderungen des zutreffenden Dokumen-
tes der IPC-2220-Serie und den Leistungs-
anforderungen des zutreffenden Dokumentes der IPC-
6010-Serie entsprechen. Falls die Leiterplatte diese
oder aquivalente Anforderungen nicht erfullt, sollen die
Abnahmebedingungen zwischen Kunde und Lieferant
als Teil der Beschaffungsdokumentation festgelegt
werden. (As Agreed Between User and Supplier,
AABUS).

1.3 Erlauterungen zu diesem Dokument
Die Kriterien sind in zwei allgemeine Gruppen unterteilt:

= AuBerlich sichtbare Merkmale (Kapitel 2)
= Innere sichtbare Merkmale (Kapitel 3)

"AuBerlich sichtbare Merkmale" sind Eigenschaften
oder Fehler, die auf oder auerhalb der Oberflache der
Leiterplatte gesehen und bewertet werden kénnen. In
einigen Fallen, z. B. bei Fehlstellen oder Blasen, ist das
Merkmal an sich im Inneren der Leiterplatte, aber von
aulen sichtbar.

"Innere sichtbare Merkmale“ sind Eigenschaften oder
Fehler, die einen Mikroschliff des Musterstiickes oder
andere Prifungsarten fir die Entdeckung und Bewer-
tung erfordern. In einigen Fallen sind diese Eigenschaf-
ten zwar aulerlich sichtbar, erfordern aber einen Mikro-
schliff, um die Akzeptanzkriterien beurteilen zu kénnen.

Die Priiflinge sollten wahrend der Prufung derart beleuch-
tet werden, dass eine wirksame Untersuchung gewahrleis-
tet ist. Die Beleuchtung ist so zu gestalten, dass kein
Schatten auf den zu priifenden Abschnitt fallt, auer dem,
der durch den Priifling selbst erzeugt wird. Die Anwendung
von polarisiertem Licht und/oder Dunkelfeld-Beleuchtung
wird empfohlen, damit stark reflektierendes Material wah-
rend des Priifvorgangs nicht blendet.

Die lllustrationen in diesem Dokument stellen spezifi-
sche Merkmale dar, die sich auf Uberschrift und Unterti-
tel jeder Seite beziehen, mit einer kurzen Beschreibung
des zulassigen und des fehlerhaften Zustandes fiir jede
Produktklasse (siehe 1.4: Klassifizierung). Die sichtba-
ren Abnahmekriterien sind als geeignete Hilfsmittel
gedacht, um die Bewertung sichtbarer Abweichungen
vornehmen zu kénnen.

Die Zeichnungen und Fotografien des jeweiligen Zu-
standes beziehen sich auf spezifische Anforderungen.
Bei den aufgeflihrten Eigenschaften handelt es sich um
solche, die durch Sichtprifung und/oder durch Messung
von optischen Merkmalen bewertet werden kdnnen.
Unter Bertcksichtigung der Anforderungen von Anwen-
dern sind in diesem Dokument grundlegende sichtbare
Merkmale fiir das Personal von Fertigung und Quali-
tatssicherung aufgefihrt.

Dieses Dokument kann nicht alle Zuverlassigkeitsfragen
der Leiterplattenindustrie abdecken. Deshalb miissen
Eigenschaften, die hier nicht aufgefiihrt sind, zwischen
Anwender und Hersteller gesondert vereinbart werden
(AABUS). Die Bedeutung dieses Werkes liegt in seiner
Anwendung als Basisdokument, das durch Erweiterun-
gen, Ausnahmen und Variationen fur spezielle Anwen-
dungen modifiziert werden kann.

Dieses ist ein Dokument mit den Mindestanforderungen fur
die Abnahme und nicht dazu gedacht, eine Leistungsan-
forderung fur die Herstellung oder Beschaffung von Leiter-
platten darzustellen.

Wenn eine Entscheidung hinsichtlich Akzeptanz oder
Ablehnung getroffen wird, ist die Dokumenten-
reihenfolge entsprechend zu berlicksichtigen.

Dieses Dokument ist ein Hilfsmittel zur Beobachtung von
Produktabweichungen, die sich durch Veranderungen in
den Prozessablaufen ergeben. Siehe auch IPC-9191.

IPC-A-600 ist ein nltzliches Hilfsmittel fir das Verstandnis
und die Interpretation der Ergebnisse automatisierter
Sichtkontroll-Technologie (Automated Inspection Techno-
logy, AIT). Diese kann fur die Bewertung vieler Abmes-
sungsmerkmale, die in diesem Dokument abgebildet sind,
angewendet werden.

1.4 Klassifizierung

Dieses Dokument geht davon aus, dass fir elektrische
und elektronische Produkte Klassifizierungen entspre-
chend der beabsichtigten Anwendung gelten. Aus die-
sem Grunde wurde die Einteilung in drei allgemeine
Klassen vorgenommen, basierend auf Unterschieden
der Herstellbarkeit, Komplexitat, Leistungszuverlassig-
keit und Verifikationshaufigkeit (Kontrollen/Prifungen).
Dabei sind Uberschneidungen zwischen den Klassen
bei einzelnen Produkten maglich.

Als Prozessindikator definierte Abweichungen sind
zulassig und gelten nicht als Grund fiir Nichtabnahme.

Die Produktklasse wird vom Anwender festgelegt. In der
Beschaffungsdokumentation miissen die Produktklasse
sowie eventuelle Ausnahmen bei bestimmten Parame-
tern angegeben werden.
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